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DIN EN 60749-19:2011-01

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2003-04-01 angenommene Europaische Norm und die am
2010-09-01 angenommene Anderung A1 als DIN-Norm ist 2011-01-01.

Daneben darf DIN EN 60749-19:2003-10 noch bis 2013-09-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60749-19/A1:2009-10.

FUr diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 ,Halbleiterbauelemente® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 ,Semiconductor devices” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch” zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Die Anderung A1 wurde durch ein senkrechte Linie am linken Rand gekennzeichnet.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 60749-19:2003-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Anwendungsbereich wurde entsprechend EN 60749-19/A1:2010-09 eine zweite Anmerkung
(Abschnitt1, Anmerkung 2) eingefligt, welche die unterschiedliche Anwendung bei hohlraumlosen
Gehausen und Gehausen mit Hohlraum klarstellt;

b) Verweis in Abschnitt 7, Punkt a) der Deutschen Fassung der EN korrigiert.

Friihere Ausgaben

DIN 41794-1: 1972-06

DIN IEC 60749: 1987-09

DIN EN 60749: 2000-02, 2001-09, 2002-09
DIN EN 60749-19: 2003-10
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EUROPAISCHE NORM EN 60749-19
April 2003
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i September 2010
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Deutsche Fassung

Halbleiterbauelemente —
Mechanische und klimatische Prufverfahren —

Teil 19: Prufung der Chip-Bondfestigkeit
(IEC 60749-19:2003 + A1:2010)

Semiconductor devices — Dispositifs a semiconducteurs —
Mechanical and climatic test methods — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques —
Part 19: Die shear strength Partie 19: Résistance de la pastille au

(IEC 60749-19:2003 + A1:2010) cisaillement
(CEI 60749-19:2003 + A1:2010)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-04-01 und die A1 am 2010-09-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europadischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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